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The method involves applying a thin metal film (2) to a plastics substrate (1) to form contact sections (5) for active 
electronic components. The components are mounted in an opening (3) in the substrate and tested. The 
conductive tracks and/or antenna coils are produced and resonant circuits are fine-tuned by laser trimming or 
mechanical machining of the metal film. An underlay or overlay cover film or layer is applied. 
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® Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer Leiterbahnanordnung, insbesondere Antennenanordnung, 
fur eine kontaktlose oder kontaktlos- und kontaktbehaftete IC-Karte 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen ei- 
nes Moduls mit einer Leitbahnanordnung, insbesondere 
Antennenanordnung, fur eine kontaktlose oder kontaktlos 
und kontaktbehaftete IC-Karte. Erfindungsgemaft wird 
eine dunne metallische Folie groftflachig auf die Oberfla- 
che eines Kunststofftragers aufgebracht, wobei der 
Kunststofftrager einen Teil eines IC-Kartenkorpers bildet. 
Die metallische Folie weist Kontaktabschnitte fur aktive 
elektronische Komponenten auf. Die aktiven elektroni- 
schen Komponenten werden in einer 5ffnung des Kunst- 
stofftragers montiert und es erfolgt ein Ausbilden der 
elektrischen Kontaktverbindung mit den Kontaktabschnit- 
ten der Folie. Nach einem Funktionstest, d. h. einer Uber- 
prufung der Kontaktverbindung, wird am Ort des Final- 
produzenten die eigentliche Leitbahn- und/oder Anten- 
nenspulenstruktur erzeugt, wobei hierfur auf Lasertrim- 
mung oder mechanisches Abtragen von entsprechenden 
■ Teilen der metallischen Folie zuruckgegriffen wird. Bei ei- 
ner weiteren Ausfuhrungsform ist eine Offnung nur im 
Kunststofftrager vorhanden und es wird in diese Offnung 
mit den Kontakten zur Ruckseite der metallischen Folie 
voran vorzugsweise ein Halbleiter-Chip eingesetzt. Nach 
entsprechender elektrischer Verbindung zwischen dem 
Halbleiter-Chip und Kontaktgegenabschnittenauf der me- 
tallischen Folie kann dann, wiederum am Ort des Final- 
prod uzenten, die Leitbahnstrukturierung und/oder Anten- 
nenanordnung durch Lasertrimmung oder mechanisches 
Abtragen erfolgen. Nach dem ... 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines 
Moduls fiir eine Leiterbahnanordnung, insbesondere Anten- 
nenanordnung, fiir eine kontaktlose oder kontaktlos- und 
kontaktbehaftete IC-Karte. 

Bei kontaktlosen oder aber auch bei sogenannten Kombi- 
Karten wird die zur drahtlosen Informationsiiberlragung be- 
notigte Antennenspule bisher durch Atzen einer Kupferfla- 
che auf einem Tragermaterial erzeugt. Dariiber hinaus ist es 
bekannt, diinne Kupferdrahte in eine Kunststofftragerfolie 
einzubetten oder durch Kleben mit der Oberflache des 
Kunststofftragers zu verbinden. 

Problematisch ist in den oben genannten Fallen der her- 
stellungsseiuge Aufwand, wobei beim Kartenhersteller 
selbst eine Moglichkeit der Feinabstimmung der ausgebilde- 
ten Spule oder der Anderung des Layouts nicht mehr rnog- 
lich ist. Schwierigkeiten bestehen dariiber hinaus im Hand- 
ling derartig vorkonfektionierter Halbferligprodukte. 

Zum Abgleich von Diinnfilmwiderstanden, beispiels- 
weise angeordnet durch Abscheidung von Widerstandsma- 
teri alien auf einem Keramiktrager, z. B. fur Hybridschalt- 
kreise, ist die Anwendung der Lasertrimmung bekannt. 
Hierbei wird unter gleichzeitiger Bestimmung des Wider- 
standswertes ein Laserstrahl mit der Oberflache der Diinn- 
filmbeschichtung zur Einwirkung gebracht dergestalt, daB 
durch sogenannte Cuts eine Veranderung des Widerstands- 
wertes durch Materialabtrag bis zum Erreichen des Sollwer- 
tes erfolgt. 

Aus der DE 196 09 134 A 1 ist ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines Datentragers mit einem elektronischen Modul be- 
kannt. GemaB der dortigen Losung umfaBt der Datentrager 
neben einem integrierten Schaltkreis ein mit diesem verbun- 
denes Kopplungselement, z. B. eine Antennenspule zur 
Kommunikation mit externen Geraten. Verfahrensseitig 
wird zunachst ein Trager bereitgestellt, der zumindest teil- 
weise mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist. Im 
AnschluB daran erfolgt ein Herstellen des Kopplungsele- 
ments aus der leitenden Schicht durch Trennen, Entfernen 
oder Umwandeln von Schichlmaterial mit beriihrend oder 
nichtberiihrend mechanisch wirkenden Mitteln. Nach die- 
sem Schritt wird der integrierte Schaltkreis auf dem Trager 
angeordnet und leitend mit dem Kopplungselement verbun- 
den. AbschlieBend erfolgt ein Abdecken des integrierten 
Schaltkreises mit einer Tragerschicht. Die leitende Schicht 
wird zum Herausarbeiten des Kopplungselements beispiels- 
weise mit einem Laser oder mit einem mechanischen Trenn- 
werkzeug bearbeitet. 

Aus dem Vorgenannten ist es Aufgabe der Erfindung, ein 
Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer Leiter- 
bahnanordnung, insbesondere Antennenanordnung, fur eine 
kontaktlose oder kontaktlos- und kontaktbehaftete IC-Karte 
anzugeben, das es gestattet, in einfacher Weise Leitbahnen 
zu erzeugen und zu strukturieren und gleichzeitig eine Vbr- 
fertigung derart zu ermoglichen, daB elektronische Kompo- 
nenten, insbesondere Halbleiter-Chips oder sogenannte 
Chipmodule mit einem • Kunststofftrager verbunden wer- 
den konnen und elektrische Verbindungen zu einer Leiter- 
bahnschicht mit gepriifter Kontaktqualitat zur Verfugung 
stehen. 

Weiterhin soli erfindungsgemaB auf der Basis des anzuge- 
benden Verfahrens eine Vorfertigung der Komponenten 
Kunststofftrager, aktive elektronische Komponenten und 
Leiterbahn-, insbesondere Antennenanordnung, geschaffen 
werden, wobei beim Finalproduzenten die endgultige elek- 
trische Konfiguration, insbesondere die Antennenfeinab- 
stimmung, kostengiinstig vorgenommen werden kann. 

Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit einem 



Verfahren, wie es jeweils in den nebengeordneten Ansprii- 
chen 1 oder 2 beschrieben ist. Die Unteranspriiche urnf assen 
mindestens zweckmaBige Ausgestaltungen und Weiterbil- 
dungen der in den Anspriichen 1 und 2 angegebenen Lehre. 
5 GemaB einer ersten verfahrensseitigen Umsetzung der Er- 
findung wird auf einen an sich bekannten Kunststofftrager 
fur die Herstellung einer IC-Karte eine diinne metallische 
Folie, z. B. durch Kaschieren aufgebracht. DieseFolie weist 
bereits Kontaktabschnitte fur aktive elektronische Kompo- 
10 nenten, insbesondere einen Halbleiter-Chip oder ein Chip- 
modul auf. 

Im AnschluB daran wird in einem nachsten Schritt das 
Montieren der aktiven elektronischen Komponenten so vor- 
genommen, daB elektrische Verbindungen zu den Kontakt- 
15 abschnitten der metallischen Folie hergestellt werden kon- 
nen. In dem Falle, wenn sich die aktiven elektronischen 
Komponenten auf einem Modul befinden, weist das Modul 
Kontaktgegenabschnitte auf, die zu den Kontaktabschnitten 
der Folie mindestens teilweise uberdeckend ausgebildet 
20 sind. Ein auf dem Modul befindlicher Halbleiter-Chip wird 
in besonders bevorzugter Weise in einer Offnung des Kunst- 
stofftragers aufgenommen, so daB die Bauhohe des IC-Kar- 
tenkorpers gering gehalten werden kann. 
Erganzend oder altemativ besteht die Moglichkeit, daB 
25 elektrische Verbindungen nicht nur zwischen den Kontakt- 
gegenabschnitten und den Kontaktabschnitten, sondern 
auch zwischen den Stimflachen des Halbleiter-Chips und 
den Offhungsseitenflachen des Kunststofftragers herstellbar 
sind. 

30 Die montierten elektronischen Komponenten werden nun 
einem einfachen Funktionstest hinsichtlich der Uberpriifung 
der Kontaktverbindung unterzogen und es erfolgt im An- 
schluB daran ein Erzeugen der Leiterbahn- oder Antennen- 
spulenanordnung sowie einer notwendig werdenden Reso- 
35 nanzkreis-Feinabstimmung durch Lasertrimmung oder 
durch mechanisches Abtragen von entsprechenden Teilen 
der metallischen Folie. Dieser Schritt wird aufgabengemafi 
vorzugs weise am Ort des Finalproduzenten durch eine ge- 
eignete Trimmvorrichtung realisiert. 
40 Das so erhaltene Produkt wird dann in ublicher Weise mit 
einem Overlay bzw. Underlay, d. h. mit einer Deckfolie oder 
einer Deckschicht bzw. einer unteren Deckschicht stoff- 
schlussig mechanisch verbunden, wobei hier auf bekannte 
Laminiertechniken zuruckgegriffen werden kann. 
45 Bei einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung besitzt 
die diinne metallische Folie keine Durchgangsoffnungen, 
sondem ist geschlossen groBflachig auf die Oberflache eines 
Kunststofftragers aufgebracht, wobei nur der Kunststofftra- 
ger Offnungen zur Aufhahme von aktiven elektronischen 
50 Komponenten, insbesondere Halbleiter-Chips urnf aBU 

ErfindungsgemaB wird gemaB der zweiten Ausfiihrungs- 
form ein Einsetzen der aktiven elektronischen Komponen- 
ten mit deren Kontaklseiten hin zur Folienunterseite hinein 
in die Offnung des Kunststofftragers vorgenommen. 
55 Nach diesem Einbringen oder Einsetzen der aktiven elek- 
tronischen Komponenten in die Offnung des Kunststofftra- 
gers mit dem Ziel einer minimalen Dicke des letztendlich 
herzustellenden IC-Kartenkorpers werden elektrische Ver- 
bindungen zwischen entsprechenden Kontaktabschnitten 
60 der elektronischen Komponenten mit der durch die Offnung 
im Kunststofftrager freigelegten Unterseite der metallischen 
Folie durch lokal begrenztes Loten oder dergleichen er- 
zeugt. 

Die bis dahin vorliegende diinne metallische Folie wird 
65 erst nach dem Einbringen der elektronischen Komponen- 
ten) und der elektrischen Verbindung zur Folie strukturiert, 
indem Leiterbahnen, isolierte Abschnitte und die eigentliche 
Antennenspulenstruktur durch Lasertrimmung oder mecha- 
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nisches Abtragen erzeugt wird. 

DemgemaB kann. ein Vorfertigen des Kunststoffiragers 
mit elektrisch kontaktierten elekironischen Komponenten 
erfolgen, wobei erst am On des Finalproduzenten die ei- 
gendiche Leiterbahn- bzw. Antennenspulenanordnung aus- 
bildbar ist. Durch den bis dahin gegebenen elektrischen 
KurzschluB der elektronischen Komponenten wird insbe- 
sondere beim Einsatz von MOS-Halbleiter-Bauelementen 
eine Zerstorung durch Einfliisse statischer Aufladungen im 
Herstellungs-, Transport- oder LagerungsprozeB ausge- 
schlossen. 

Die Verfahrensweise gemaB der zweiten Ausfuhrungs- 
form ist insbesondere beim Einsatz von sogenannten CSP 
(Chip-Size-Package)-Halbleiter-Bauelementen mit relativ 
groBflachigen Oberflachenkontaktabschnitten vorteilhaft. 

Nach dem Erzeugen der Leiterbahn- oder Antennenspu- 
lenanordnung sowie dem Herstellen isolierter Abschnitte im 
Bereich zwischen den elektrischen Verbindungen sowie ei- 
ner Resonanzkreis-Feinabstimmung durch Lasertrimmung 
oder dergleichen, wird ein stoffschlussiges mechanisches 
Verbinden des Halbfertigproduktes mit einer Overlay- und/ 
oder Underlayschicht, d. h. mit einer oberen oder unteren 
Deckfolie, z. B. durch Laminieren vorgenommen. 

Aus dem Vorgenannten ist ersichtlich, daB erfindungswe- 
sendich das Aufbringen einer metallischen, diinnen Folie 
auf einen Kunststofftrager ist, wobei letzterer einen Teil ei- 
nes Kartenkorpers bildet. 

Am Ort des Final- oder Fertigproduzenten kann dann die 
eigentliche Spulenanordnung nach Art einer Lasertrimmung 
aus dem Metallfolienmaterial tierausgebrannt werden. Im 
Gegensatz zum Bekannten sind bei dem beschriebenen Ver- 
fahren Antennenanordnungen bis hin zum Gigahertzbereich 
erzeugbar, wobei eine Antennenfeinabstimmung zur Erzie- 
lung optimaler Resonanzeigenschaften beim Finalproduzen- 
ten moglich wird. 

Das Handling der mit der metallischen Folie beschichte- 
ten Kunststofftragermaterialien ist unkritisch, wobei insbe- 
sondere im Vergleich zur bekannten, bereits fertigen Anten- 
nenspulenanordnung durch diinne Kupferdrahte die Gefahr 
von Beschadigungen reduziert ist, 

Weiterhin ermoglicht das beschriebene Verfahren das 
Verbinden der metallischen Folie mit aktiven elektronischen 
Komponenten, insbesondere Halbleiter-Chips, so daB beim 
Finalproduzenten ansonsten erforderlich werdende aufwen- 
dige technologische Schritte entfallen konnen. Je nach An- 
wendungsfall wird beim Finalproduzenten lediglich die 
Strukturierung der Leiterbahn zum Ausbilden isolierter Ab- 
schnitte und/oder der Antennenspulenanordnung vorgenom- 
men und es kann eine Handhabung der unverkappten Halb- 
leiter-Chips entfallen. 

Durch die vorgeschlagenen MaBnahmen kann quasi ein 
Standardzwischenprodukt fur die Ausbildung von kontakt- 
los oder kontaktlos-kontaktbehafteten IC-Karten geschaffen 
werden, dessen endgultige Funktionalitat durch das mittels 
Strukturierung der Metallfolie vorgenommene elektrische 
Akuvieren festgelegt wird. Dadurch, daB die aktiven elek- 
tronischen Komponenten, insbesondere Halbleiter-Chips 
mindestens teilweise in einer Offnung des Kunststofftragers 
aufgenommen werden, ist eine angestrebte minimale Dicke 
der IC-Karte erreichbar. 

Die Erfindung soli anhand von Ausfuhrungsbeispielen so- 
wie unter Zuhilfenahme von Figuren nachstehend naher er- 
lautert werden. 
Hierbei zeigen: 

Fig, la bis d Darstellungen zur Erlauterung des Verfah- 
rensablaufes bei einem ersten Ausfiihrungsbei spiel und 

Fig. 2a bis c eine entsprechende Darstellung zur Illustra- 
tion des Verfahrensablaufes bei einem zweiten Ausfuh- 



rungsbeispiel. 

GemaB Fig. 1 wird beim ersten Ausfuhrungsbeispiel zu- 
nachst von einem Kunststofftrager 1 ausgegangen, welcher 
durchgangig mit einer diinnen, ca. 20 urn starken metalli- 
5 schen Folie 2, insbesondere aus Kupfer beschichtet ist. Wie 
in der Fig. lb dargestellt, werden in die so ausgebildete 
Sandwichstruktur Offnungen 3 eingebracht, die der Auf- 
nahme von elektronischen Komponenten 4 (Fig. lc) dienen. 
Die metallische Folie 2 besitzt Kontaktabschnitte 5, die mit 
10 Kontaktgegenabschnitten 6 elektrisch in Verbindung ge- 
bracht werden. 

Die in der Fig. 1 gezeigten elektronischen Komponenten 
konnen beispielsweise einen Chiptrager 4.1 mit einem dar- 
auf befesugten Halbleiter-Chip 4.2 umfassen. Beim Einset- 
15 zen des Chiptragers 4.1, der das Halbleiter-Chip 42 auf- 
nimmt, quasi facedown in die Offnung 3 hinein gelangen die 
Kontaktabschnitte 5 bzw. die Kontaktgegenabschnitte 6 in 
Verbindung und konnen durch gezieltes Aufbringen von 
Warmeenergie verlotet oder durch Leitkleber verbunden 
20 werden. 

Nachdem ein Funktionstest der elektrischen Verbindun- 
gen vorgenommen wurde, erfolgt am Ort des Finalprodu- 
zenten ein Strukturieren der metallischen Folie 2 zum Aus- 
bilden von Leiterbahnen, insbesondere einer Antennenspu- 
25 lenanordnung und eine Resonanzkreis-Feinabstimmung 
vorzugsweise durch Lasertrimmung oder anderweitiges me- 
chanisches Abtragen von entsprechenden Teilen der metalli- 
schen Folie 2. Der ProzeB des Trimmens, d. h. das Abtragen 
von metallischer Folie ist in der Fig. Id symbolisch darge- 
30 steUt 

Zum Feinabgleich kann auch ein Elektronenstrahl an- 
stelle Laserlichts Verwendung finden. 

Erganzend zum Kontaktierschritt nach Fig. lc besteht die 
Moglichkeit des gezielten Ausbildens einer elektrischen 
35 Verbindung zwischen den freiliegenden Stimflachen 2.1 der 
metallischen Folie 2 und entsprechenden gegenuberliegen- 
den Abschnitten des Halbleiter-Chips 42, Insbesondere bei 
einer derartigen elektrischen Kontakderung wird eine ho- 
here Kontaktsicherheit beim Einwirken von Biege- und son- 
40 sugen Verwindungskraften im Gebrauch der IC-Karte er- 
reicht. 

Dadurch, daB mit Ausnahme im Bereich der abgedeckten 
Kontaktabschnitte 5 durch die vollflachige Ausbildung der 
metallischen Folie 2 nach Kontaktierung mit den aktiven 
45 elektronischen Komponenten 4 ein elektrischer KurzschluB 
besteht, ist die Gefahr der Zerstorung von Halbleiter-Bau- 
elementen auf der Basis von MOS-Schaltungen durch stad- 
sche Aufladung oder dergleichen ausgeschlossen, so daB 
weitere SchutzmaBnahmen entfallen konnen. 
50 Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 2 wird ein vorzugs- 
weise bereits Offnungen 3 aufweisender Kunststofftrager 1 
mit einer metallischen Folie 2 versehen, die die erwahnten 
Offnungen 3 uberdeckt. 
Die aktiven elektronischen Komponenten 4, im gezeigten 
55 Beispiel ein Halbleiter-Chip mit Oberflachenkontakten, 
werden mit diesen Kontakten voran in die Offnungen 3 ein- 
gebracht, wobei die entsprechenden Kontakte, z. B. in Form 
von sogenannten Kontakt-Bumps an die freiliegende Ruck- 
seite der metallischen Folie 2 zur Anlage kommen. Durch 
60 lokales Aufbringen von Warmeenergie wird dann eine elek- 
trische Verbindung zwischen den Kontakt-Bumps, die z. B. 
mit einem Lot versehen sind, und entsprechenden Abschnit- 
ten der metallischen Folie 2 vorgenommen. Die eigentliche 
elektrische Strukturierung der metallischen Folie 2 erfolgt 
65 erst am Ort des Finalproduzenten gemeinsam mit der Aus- 
bildung einer Leiterbahn- oder Antennenanordnung durch 
Lasertrimmung oder mechanisches Abtragen von entspre- 
chenden Bereichen der metallischen Folie 2, wie dies mit 
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der Fig. 2c symbolisiert ist. 

Anstelle der erwahnten Lottechnik kann auch eine Kon- 
taktierung durch dosiertes Aufbringen von Leitkleber im 
Bereich der entsprechenden Kontaktflache hergestellt wer- 
den. 

Ebenso wie beim ersten Ausfuhrungsbeispiel bleibt das 
elektrisch kontaktierie Halbleiter-Bauelement kurzgeschlos- 
sen, so daB empfindliche MOS-Bauelemente im Lagerungs- 
und HandhabeprozeB auf dem Weg hin und beim Finalpro- 
duzenten vor statischen Endadungen und damit Zerstorun- 
gen geschutzt sind. 

Das auf vorsiehende Weise geschaffene Slandardprodukt 
wird entsprechend den gewiinschten Funktionen erst beim 
Finalproduzenten aktiviert und quasi freigeschaltet, indem 
nicht nur die Antennenanordnung fiir eine kontakdose Karte 
erzeugt wird, sondern auch isolierende Abschnitte auf der 
metallischen Fobe im Bereich der Oberflachenkontakte der 
Halbleiter-Chips ausgebildet werden, so daB das betreffende 
Halbleiter-Bauelement die gewiinschten elektrischen Funk- 
tionen erfullen kann. 

Nachdem beim Finalproduzenten die Strukturierung der 
metallischen Fob'e im gewiinschten MaBe vorgenommen 
wurde, erfolgt ein Aufbringen von Deckfolien, d. h. die An- 
ordnung einer Overlay- und Underlayschicht, so daB sich 
die endgultige IC-Karte ausbildet. Zum Schutz der aktiven 25 
elektronischen Komponenten wird die Beschichtung auf der 
Ober- und Unterseite vorzugsweise durch minimal thermi- 
sches Laminieren vorgenommen. 
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Bezugszeichenliste 

1 Kunststofftrager 

2 metallische Folie 

3 Ofmungen 

4 aktive elektronische Komponenten 

5 Kontaktabschnitte 

6 Kontaktgegenabschnitte 
2.1 Stirnflachen 

4.1 Chiptrager 
42 Halbleiler-Chip 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer 
Leiterbahnanordnung, insbesondere Antennenanord- 45 
nung, fiir eine kontakdose oder kontaktios- und kon- 
taktbehaftete IC-Karte mit folgenden Schritten: 

- groBflachiges Aufbringen einer dunnen metalli- 
schen Folie auf die Oberflache eines Kunststoff- 
tragers, welcher einen Teil des IC-Kartenkorpers 50 
bildet, wobei die metallische Folie Kontaktab- 
schnitte fur aktive elektronische Komponenten 
aufweist; 

- Montieren einer aktiven elektronischen Kom- 
ponente in einer Offnung des Kunststofftragers 55 
sowie der metallischen Fobe und Herstellen einer 
Kontaktverbindung mit den Kontaktabschnitten 
der metallischen Folie; 

- Funktionstesten der monderten elektronischen 
Komponente sowie Oberpriifung der Kontaktver- 60 
bindung; 

- Erzeugen der Leiterbahn- und/oder Antennen- 
spulenanordnung und Resonanzkreis-Feinabstim- 
mung durch Lasertrimmung oder mechanisches 
Abtragen von entsprechenden Teilen der metalti- 65 
schen Folie, vorzugsweise am Ort des Finalprodu- 
zenten und 

- stoffschlussiges mechanisches Aufbringen ei- 



ner Underlay- und Overlay-Deckfoiie oder -Deck- 
schicht. 

2. Verfahren zum Herstellen eines Moduls mit einer 
Leiterbahnanordnung, insbesondere Antennenanord- 
nung, fur eine kontakdose oder kontakdos- und kon- 
laktbehaftete IC-Karte mit folgenden Schritten: 

- groBflachiges Aufbringen einer dunnen metalli- 
schen Folie auf die Oberflache eines Kunststoff- 
tragers, welcher einen Teil des IC-Kartenkorpers 
bildet; 

- Einsetzen von akdven elektronischen Kompo- 
nenten, insbesondere Halbleiter-Chips, in eine 
Offnung des Kunststofftragers; 

- elektrisches Verbinden des Halbleiter-Chips 
mit der durch die Offnung im Kunststofftrager 
freigelegten Seite der metallischen Folie; 

- Erzeugen der Leiterbahn- und/oder Antennen- 
spulenanordnung sowie Herstellen isolierter Ab- 
schnitte im Bereich zwischen den elektrischen 
Verbindungen sowie Resonanzkreis-Feinabstim- 
mung durch Lasertrimmung oder mechanisches 
Abtragen von entsprechenden Teilen der metalli- 
schen Folie vorzugsweise am Ort des Finalprodu- 
zenten und 

- stoffschlussiges mechanisches Aufbringen ei- 
ner Underlay- und Overlay-Deckfoiie oder -Deck- 
schicht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als metallische Folie eine selbstklebende 
diinne, im wesendichen 20 urn starke Kupferfolie ver- 
wendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zum Feinabgleich ein Elektronenstrahl 
zur Strukturierung der metallischen Folie oder einer 
entsprechenden metallischen Schichl verwendet wird. 

5. Verfanren nach einem der vorangegangenen An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die aktiven elek- 
tronischen Komponenten, insbesondere Halbleiter- 
Chips, Kontakt-Bumps zur Kontaktierung der diinnen 
metallischen Folie aufweisen. 
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